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Abstract (en)
Casting mold (16) is used to manufacture a component (1). It contains at least one projection (19) in the interior (26). The projection forms at least
part of a hole (13) to be made in the component. This is a hole which is to penetrate the component, and is located in its outer wall (28).

Abstract (de)
Durchgangslöcher in Bauteilen werden nach dem Stand der Technik oft nach dem Herstellungsvorgang (Gießen) des Bauteils eingebracht. Dies
bedeutet einen zusätzlichen zeitlichen und apparativen Aufwand. Der zeitliche Aufwand kann erheblich verkürzt werden, wenn eine Gussform (16)
so ausgebildet ist, dass sich zumindest teilweise das Durchgangsloch (13) bildet, indem entsprechende Vorsprünge (19, 19') an der inneren Wand
(25) und/oder der äußeren Wand (28) der Gussform (16) ausgebildet sind. <IMAGE>
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